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(57)【要約】
【課題】超音波探触子の表面温度を正確に把握すること
ができる超音波診断装置を提供する。
【解決手段】探触子表面の温度を検出するために超音波
探触子２に設けられた温度センサ６と、温度によって変
化する前記温度センサ６からの入力に基づいて温度を算
出する算出部１１０３とを備えた超音波診断装置であっ
て、予め測定された前記温度センサ６の温度特性が記憶
された記憶部７を備え、前記算出部１１０３は、前記記
憶部７に記憶された前記温度センサ６の温度特性に応じ
た温度算出を行うことを特徴とする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　探触子表面の温度を検出するために超音波探触子に設けられた温度センサと、
　該温度センサからの入力に基づいて温度を算出する算出部とを備えた超音波診断装置で
あって、
　予め測定された前記温度センサの温度特性が記憶された記憶部を備え、
　前記算出部は、前記記憶部に記憶された前記温度センサの温度特性に応じた温度算出を
行う
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記算出部は、前記温度センサにおける温度に応じて変化する物理量を、前記温度セン
サの物理量と温度との関係を表す温度算出関数に代入して温度算出を行う請求項１に記載
の超音波診断装置であって、
　前記記憶部には、予め測定された前記温度センサの特定温度における物理量が記憶され
ており、
　さらに、前記記憶部に記憶された物理量に基づいて、前記温度算出関数を導出する導出
部を備えた
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波診断装置であって、
　温度に応じて変化する前記温度センサの物理量は電気抵抗であり、前記記憶部には少な
くとも二以上の異なる特定温度における電気抵抗が予め測定されて記憶され、
　前記導出部は、前記記憶部に記憶された少なくとも二以上の異なる特定温度における電
気抵抗に基づいて前記温度センサにおける電気抵抗と温度との関係を表す温度算出関数を
導出するものであり、
　前記算出部は、前記温度センサにおける電気抵抗を前記温度算出関数に代入して温度算
出を行うものである
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１，２又は３に記載の超音波診断装置であって、
　前記記憶部は、前記超音波探触子に設けられていることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　探触子表面の温度を検出するための温度センサが設けられた超音波探触子であって、
　前記温度センサの温度特性に応じた温度算出を行うために、予め測定された前記温度セ
ンサの温度特性が記憶された記憶部を備える
ことを特徴とする超音波探触子。
【請求項６】
　探触子表面の温度を検出するために超音波探触子に設けられた温度センサを備え、この
温度センサからの入力に基づいて温度を算出する超音波診断装置における温度算出方法で
あって、
　予め測定された前記温度センサの温度特性に応じた温度算出を行うことを特徴とする超
音波診断装置における温度算出方法。
【請求項７】
　前記温度センサにおける温度に応じて変化する物理量を、前記温度センサの物理量と温
度との関係を表す温度算出関数に代入して温度算出を行う請求項６に記載の超音波診断装
置における温度算出方法であって、
　予め測定された前記温度センサの特定温度における物理量を用いて、前記温度算出関数
を導出する
ことを特徴とする超音波診断装置における温度算出方法。
【請求項８】
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　請求項７に記載の超音波診断装置における温度算出方法であって、
　予め測定された少なくとも二以上の異なる特定温度における電気抵抗を用いて、前記温
度算出関数を導出し、
　前記温度センサにおける電気抵抗を前記温度算出関数に代入して温度算出を行う
ことを特徴とする超音波診断装置における温度算出方法。
【請求項９】
　超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子と、
　前記振動素子で受波した反射波をエコー受信信号として受信する受信部と、
を備えた超音波診断装置であって、
　前記各振動素子の周波数特性が予め測定されて記憶された記憶部と、
　該記憶部に記憶された前記各振動素子毎の周波数特性に基づいて、前記各振動素子毎の
エコー受信信号を補正する補正部と、
を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の超音波診断装置であって、
　前記補正部におけるエコー受信信号の補正は、前記記憶部に記憶された周波数特性と、
前記超音波探触子の設定周波数特性との比較に基づいて行う
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の超音波診断装置であって、
　前記各振動素子の周波数特性が予め測定されて記憶された記憶部は、前記超音波探触子
に設けられていることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】
　超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子であって、
　前記振動素子で受波したエコー受信信号について前記振動素子の周波数特性に応じた補
正を行うために、予め測定された前記各振動素子の周波数特性が記憶された記憶部を備え
る
ことを特徴とする超音波探触子。
【請求項１３】
　超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子と、前記振動素子で受波した
反射波をエコー受信信号として受信する受信部とを備えた超音波診断装置におけるエコー
受信信号の信号処理方法であって、
　予め測定された前記各振動素子の周波数特性に基づいて、前記各振動素子毎のエコー受
信信号を補正する
ことを特徴とする信号処理方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の超音波診断装置におけるエコー受信信号の信号処理方法であって、
　前記エコー受信信号の補正は、予め測定された前記各振動素子の周波数特性と、前記超
音波探触子の設定周波数特性との比較に基づいて行う
ことを特徴とする信号処理方法。
【請求項１５】
　超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子と、
　前記振動素子で受波した反射波をエコー受信信号として受信する受信部と、
を備えた超音波診断装置であって、
　前記各振動素子の時間応答特性が予め測定されて記憶された記憶部と、
　該記憶部に記憶された前記各振動素子毎の時間応答特性に基づいて、前記各振動素子毎
のエコー受信信号を補正する補正部と、
を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の超音波診断装置であって、
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　前記補正部におけるエコー受信信号の補正は、前記記憶部に記憶された時間応答特性と
、前記超音波探触子の標準時間応答特性との比較に基づいて行う
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の超音波診断装置であって、
　前記各振動素子の時間応答特性が予め測定されて記憶された記憶部は、前記超音波探触
子に設けられていることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１８】
　超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子であって、
　前記振動素子で受波したエコー受信信号について、前記振動素子の時間応答特性に応じ
た補正を行うために、予め測定された前記各振動素子の時間応答特性が記憶された記憶部
を備える
ことを特徴とする超音波探触子。
【請求項１９】
　超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子と、前記振動素子で受波した
反射波をエコー受信信号として受信する受信部とを備えた超音波診断装置におけるエコー
受信信号の信号処理方法であって、
　予め測定された前記各振動素子の時間応答特性に基づいて、各振動素子毎のエコー受信
信号を補正する
ことを特徴とする信号処理方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の超音波診断装置におけるエコー受信信号の信号処理方法であって、
前記エコー受信信号の補正は、予め測定された前記各振動素子の時間応答特性と、前記超
音波探触子の標準時間応答特性との比較に基づいて行う
ことを特徴とする信号処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置、超音波探触子、超音波診断装置における超音波探触子表面
の温度算出方法及び超音波診断装置におけるエコー受信信号の信号処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、圧電材料からなる振動素子を有する超音波探触子を備え、前記振動
素子に電圧を印加して被検体へ超音波を送波し、これに呼応したエコーを前記振動素子で
受波して被検体内部の画像を生成するようになっている。
【０００３】
　このような超音波診断装置においては、前記振動素子の駆動電力を大きくすればするほ
ど、前記超音波探触子の内部損失に由来する発熱量が増大し、被検体と接触する前記超音
波探触子の表面温度が上昇することになる。
【０００４】
　そこで、前記超音波探触子に、その表面温度を検出するための温度センサを設け、この
温度センサの検出値に基づいて、前記超音波探触子の表面温度が所定温度以上にならない
ように、前記振動素子の駆動電力を制御することが行われている（例えば、特許文献１参
照）。
【特許文献１】特開平８－５６９４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前記温度センサによる温度検出にあっては、例えば前記温度センサとしてサ
ーミスタ（ｔｈｅｒｍｉｓｔｏｒ）を用いた場合、その電気抵抗に基づいて温度の算出を
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行うようになっている。具体的には、前記サーミスタの電気抵抗を測定し、この電気抵抗
を、前記サーミスタにおける温度と電気抵抗の関係を表す一次関数に代入して温度を算出
する。
【０００６】
　ここで、温度と電気抵抗の関係は、個々のサーミスタで異なっていることが多い。しか
し、従来は、温度を算出するための一次関数、すなわち温度算出関数は、固定の関数を用
いているため、算出された温度が現実の温度とは異なるものとなるおそれがある。この場
合、誤った検出値に基づいて超音波パルスの送波パワーの制御が行われることになるので
、前記超音波探触子の表面温度が所定温度以上になってしまうおそれがある。
【０００７】
　また、前記超音波探触子にあっては、用途等に応じて種々の周波数帯域が設定されてお
り、超音波探触子は、設定周波数特性を有するように製造されている。しかし、各振動素
子の周波数特性にあっては、それぞれが全く同一になっているわけではなく、所定範囲内
でばらつきがあるものとなっている。このように、各振動素子の周波数特性にばらつきが
あると、ばらつきがないとした場合に比べて、得られる画像内において輝度や分解能にば
らつきが生じ、画質が劣化することが懸念される。
【０００８】
　さらに、各振動素子の個体差等により、超音波の送波パワー等が異なるため、前記各振
動素子の時間応答特性（超音波を送波してから受波するまでの時間と感度との関係）につ
いても、ばらつきがあるものとなっている。このように前記各振動素子の時間応答特性に
ばらつきがある場合も、得られる画像内において輝度や分解能にばらつきが生じ、画質が
劣化することが懸念される。
【０００９】
　本発明の目的は、超音波探触子の表面温度を正確に把握することができる超音波診断装
置、超音波探触子及び温度算出方法を提供することである。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、画質を向上させることができる超音波診断装置、超音波探
触子及び信号処理方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明は、前記課題を解決するためになされたもので、第1の観点の発明は、探触子
表面の温度を検出するために超音波探触子に設けられた温度センサと、該温度センサから
の入力に基づいて温度を算出する算出部とを備えた超音波診断装置であって、予め測定さ
れた前記温度センサの温度特性が記憶された記憶部を備え、前記算出部は、前記記憶部に
記憶された前記温度センサの温度特性に応じた温度算出を行うことを特徴とする。
【００１２】
　第２の観点の発明は、前記算出部は、前記温度センサにおける温度に応じて変化する物
理量を、前記温度センサの物理量と温度との関係を表す温度算出関数に代入して温度算出
を行う第１の観点の超音波診断装置であって、前記記憶部には、予め測定された前記温度
センサの特定温度における物理量が記憶されており、さらに、前記記憶部に記憶された物
理量に基づいて、前記温度算出関数を導出する導出部を備えた
ことを特徴とする。
【００１３】
　第３の観点の発明は、第２の観点の超音波診断装置であって、温度に応じて変化する前
記温度センサの物理量は電気抵抗であり、前記記憶部には少なくとも二以上の異なる特定
温度における電気抵抗が予め測定されて記憶され、前記導出部は、前記記憶部に記憶され
た少なくとも二以上の異なる特定温度における電気抵抗に基づいて前記温度センサにおけ
る電気抵抗と温度との関係を表す温度算出関数を導出するものであり、前記算出部は、前
記温度センサにおける電気抵抗を前記温度算出関数に代入して温度算出を行うものである
ことを特徴とする。
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【００１４】
　第４の観点の発明は、第１，２又は３の観点の超音波診断装置において、前記記憶部は
、前記超音波探触子に設けられていることを特徴とする。
【００１５】
　第５の観点の発明は、探触子表面の温度を検出するための温度センサが設けられた超音
波探触子であって、前記温度センサの温度特性に応じた温度算出を行うために、予め測定
された前記温度センサの温度特性が記憶された記憶部を備えることを特徴とする。
【００１６】
　第６の観点の発明は、探触子表面の温度を検出するために超音波探触子に設けられた温
度センサを備え、この温度センサからの入力に基づいて温度を算出する超音波診断装置に
おける温度算出方法であって、予め測定された前記温度センサの温度特性に応じた温度算
出を行うことを特徴とする。
【００１７】
　第７の観点の発明は、前記温度センサにおける温度に応じて変化する物理量を、前記温
度センサの物理量と温度との関係を表す温度算出関数に代入して温度算出を行う第６の観
点の超音波診断装置における温度算出方法であって、予め測定された前記温度センサの特
定温度における物理量を用いて、前記温度算出関数を導出することを特徴とする。
【００１８】
　第８の観点の発明は、第７の観点の超音波診断装置における温度算出方法において、予
め測定された少なくとも二以上の異なる特定温度における電気抵抗を用いて、前記温度算
出関数を導出し、前記温度センサにおける電気抵抗を前記温度算出関数に代入して温度算
出を行うことを特徴とする。
【００１９】
　第９の観点の発明は、超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子と、前
記振動素子で受波した反射波をエコー受信信号として受信する受信部とを備えた超音波診
断装置であって、前記各振動素子の周波数特性が予め測定されて記憶された記憶部と、該
記憶部に記憶された前記各振動素子毎の周波数特性に基づいて、前記各振動素子毎のエコ
ー受信信号を補正する補正部とを備えたことを特徴とする。
【００２０】
　第１０の観点の発明は、第９の観点の超音波診断装置において、前記補正部におけるエ
コー受信信号の補正は、前記記憶部に記憶された周波数特性と、前記超音波探触子の設定
周波数特性との比較に基づいて行うことを特徴とする。
【００２１】
　第１１の観点の発明は、第９又は１０の観点の超音波診断装置において、前記各振動素
子の周波数特性が予め測定されて記憶された記憶部は、前記超音波探触子に設けられてい
ることを特徴とする。
【００２２】
　第１２の観点の発明は、超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子であ
って、前記振動素子で受波したエコー受信信号について前記振動素子の周波数特性に応じ
た補正を行うために、予め測定された前記各振動素子の周波数特性が記憶された記憶部を
備えることを特徴とする。
【００２３】
　第１３の観点の発明は、超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子と、
前記振動素子で受波した反射波をエコー受信信号として受信する受信部とを備えた超音波
診断装置におけるエコー受信信号の信号処理方法であって、予め測定された前記各振動素
子の周波数特性に基づいて、前記各振動素子毎のエコー受信信号を補正することを特徴と
する。
【００２４】
　第１４の観点の発明は、第１３の観点の超音波診断装置におけるエコー受信信号の信号
処理方法において、前記エコー受信信号の補正は、予め測定された前記各振動素子の周波
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数特性と、前記超音波探触子の設定周波数特性との比較に基づいて行うことを特徴とする
。
【００２５】
　第１５の観点の発明は、超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子と、
前記振動素子で受波した反射波をエコー受信信号として受信する受信部とを備えた超音波
診断装置であって、前記各振動素子の時間応答特性が予め測定されて記憶された記憶部と
、該記憶部に記憶された前記各振動素子毎の時間応答特性に基づいて、前記各振動素子毎
のエコー受信信号を補正する補正部とを備えたことを特徴とする。
【００２６】
　第１６の観点の発明は、第１５の観点の超音波診断装置において、前記補正部における
エコー受信信号の補正は、前記記憶部に記憶された時間応答特性と、前記超音波探触子の
標準時間応答特性との比較に基づいて行うことを特徴とする。
【００２７】
　第１７の観点の発明は、第１５又は１６の観点の超音波診断装置において、前記各振動
素子の時間応答特性が予め測定されて記憶された記憶部は、前記超音波探触子に設けられ
ていることを特徴とする。
【００２８】
　第１８の観点の発明は、超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子であ
って、前記振動素子で受波したエコー受信信号について、前記振動素子の時間応答特性に
応じた補正を行うために、予め測定された前記各振動素子の時間応答特性が記憶された記
憶部を備えることを特徴とする。
【００２９】
　第１９の観点の発明は、超音波の送受波を行う振動素子を複数備えた超音波探触子と、
前記振動素子で受波した反射波をエコー受信信号として受信する受信部とを備えた超音波
診断装置におけるエコー受信信号の信号処理方法であって、予め測定された前記各振動素
子の時間応答特性に基づいて、各振動素子毎のエコー受信信号を補正することを特徴とす
る。
【００３０】
　第２０の観点の発明は、第１９の観点の超音波診断装置におけるエコー受信信号の信号
処理方法において、前記エコー受信信号の補正は、予め測定された前記各振動素子の時間
応答特性と、前記超音波探触子の標準時間応答特性との比較に基づいて行うことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００３１】
　第１，６の観点の発明によれば、予め測定された前記温度センサの温度特性に応じて温
度算出を行うので、前記超音波探触子の表面温度を正確に把握することができる。
【００３２】
　第２，７の観点の発明によれば、前記温度算出関数を、前記温度センサについて予め測
定された特定温度における物理量に基づいて導出するので、前記温度センサについての正
確な温度算出関数を導出することができる。そして、このような温度算出関数を用いて温
度を算出することにより、前記温度センサの温度特性に応じた温度算出を行うことができ
るので、前記超音波探触子の表面温度を正確に把握することができる。
【００３３】
　第３，８の観点の発明によれば、温度算出関数を、前記温度センサについて予め測定さ
れた少なくとも二以上の異なる特定温度における電気抵抗に基づいて導出するので、前記
温度センサについての正確な温度算出関数を導出することができる。そして、このような
温度算出関数を用いて温度を算出することにより、前記温度センサの温度特性に応じた温
度算出を行うことができるので、前記超音波探触子の表面温度を正確に把握することがで
きる。
【００３４】
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　第４の観点の発明によれば、前記超音波探触子に設けられた記憶部に記憶された前記温
度センサの温度特性に応じた温度算出を行うことができる。
【００３５】
　第５の観点の発明によれば、予め測定された前記温度センサの温度特性に応じた温度算
出が可能になるので、前記超音波探触子の表面温度を正確に把握することができる。
【００３６】
　第９，１３の観点の発明によれば、前記各振動素子間で周波数特性のばらつきがあった
としても、予め測定された前記各振動素子毎の周波数特性に基づいて、前記各振動素子毎
のエコー受信信号が補正されるので、画質を向上させることができる。
【００３７】
　第１０，１４の観点の発明によれば、前記各振動素子間で周波数特性のばらつきがあっ
たとしても、予め測定された前記各振動素子の周波数特性と、前記超音波探触子の設定周
波数特性との比較に基づいて、前記各振動素子毎のエコー受信信号が補正されるので、画
質を向上させることができる。
【００３８】
　第１１の観点の発明によれば、前記超音波探触子に設けられた記憶部に記憶された前記
各振動素子の周波数特性に応じたエコー受信信号の補正を行うことができる。
【００３９】
　第１２の観点の発明によれば、予め測定された前記各振動素子の周波数特性に基づいた
エコー受信信号の補正が可能になるので、画質を向上させることができる。
【００４０】
　第１５，１９の観点の発明によれば、前記各振動素子間で時間応答特性のばらつきがあ
ったとしても、予め測定された前記各振動素子の時間応答特性に基づいて、各振動素子毎
のエコー受信信号が補正されるので、画質を向上させることができる。
【００４１】
　第１６，２０の観点の発明によれば、前記各振動素子間で時間応答特性のばらつきがあ
ったとしても、前記記憶部に記憶された時間応答特性と、前記超音波探触子の標準時間応
答特性との比較に基づいて、前記各振動素子毎のエコー受信信号が補正されるので、画質
を向上させることができる。
【００４２】
　第１７の観点の発明によれば、前記超音波探触子に設けられた記憶部に記憶された前記
各振動素子の時間応答特性に応じたエコー受信信号の補正を行うことができる。
【００４３】
　第１８の観点の発明によれば、予め測定された前記各振動素子の時間応答特性に基づい
たエコー受信信号の補正が可能になるので、画質を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。
（第一実施形態）
　先ず、本発明の第一実施形態について説明する。図１は、本発明の第一実施形態に係る
超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【００４５】
　図１に示す超音波診断装置１は、超音波探触子２と、この超音波探触子２が接続された
装置本体３を備えて構成されている。
【００４６】
　前記超音波探触子２は、超音波の送受波を行う複数の振動素子４を備えている。この振
動素子の数としては、例えば６４である。各振動素子４は、例えばＰＺＴ（チタン（Ｔｉ
）酸ジルコン（Ｚｒ）酸鉛）等の圧電材料によって構成されている。また、前記超音波探
触子２は、前記振動素子４での超音波送受波の指向性を調節するレンズ５と、前記超音波
探触子２の表面温度を検出するための温度センサ６とを備えている。
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【００４７】
　前記温度センサ６は、前記超音波探触子２の筐体（符号省略）内であって、前記振動素
子４の近傍に設けられている。また、前記温度センサ６は、前記装置本体３の中央処理装
置１１（後述）と接続されている。本実施形態では、前記温度センサ６はサーミスタであ
り、前記温度センサ６によって得られる温度に応じて変化する物理量は、電気抵抗である
。
【００４８】
　また、前記超音波探触子２には、記憶部７が設けられている。この記憶部７としては、
例えばＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）が用いられている。そして、こ
の記憶部７には、前記温度センサ６の温度特性に応じた温度算出を行うために、予め測定
された前記温度センサ６の温度特性が記憶されている。本例では、予め測定された前記温
度センサ６の温度特性として、予め測定された特定温度における物理量が記憶されるよう
になっている。具体的には、特定温度における物理量として、図２に示すように、温度Ｔ
１における前記サーミスタの電気抵抗Ｒ１と温度Ｔ２における前記サーミスタの電気抵抗
Ｒ２とが予め測定されて記憶されている。
【００４９】
　前記装置本体３は、送受信部８、データ処理部９、表示部１０、中央処理装置１１及び
操作部１２を有している。各構成について以下説明する。
【００５０】
　先ず、前記送受信部８について図３を参照して説明する。図３は、前記送受信部８の構
成を示すブロック図である。前記送受信部８は、送信部８０１、受信部８０２、送受切替
部８０３及びセレクタ（ｓｅｌｅｃｔｏｒ）８０４からなっている。前記送信部８０１は
、前記複数の振動素子４を駆動するための複数の駆動信号を前記送受切替部８０３へ出力
するようになっている。前記送受切替部８０３は、前記送信部８０１から駆動信号が入力
されると、これを前記セレクタ８０４へ出力するようになっている。そして、前記セレク
タ８０４は、前記振動素子４の中から、送波アパーチャ（ａｐｅｒｔｕｒｅ）を形成する
複数の振動素子４を選択し、それらに駆動信号をそれぞれ供給するようになっている。
【００５１】
　また、前記セレクタ８０４は、前記振動素子４の中から受波アパーチャを形成する複数
の振動素子４を選択し、それら振動素子４が受波した複数のエコー信号を前記送受切替部
８０３へ出力するようになっている。
【００５２】
　前記送受切替部８０３は、前記セレクタ８０４からの複数のエコー信号の入力があると
、これらを前記受信部８０２へ入力するようになっている。前記受信部８０２は、図４に
示す受波ビームフォーマ８０２０を有しており、この受波ビームフォーマ８０２０におけ
る遅延回路８０２１において各エコー信号に時間差を付与して位相を調節し、次いでこれ
らを前記受波ビームフォーマ８０２０における加算回路８０２２において加算することに
より、受波音線毎のエコー受信信号を形成するようになっている。
【００５３】
　前記受信部８０２は、前記データ処理部９と接続されており、受波音線毎のエコー受信
信号は前記データ処理部９へ入力されるようになっている。前記データ処理部９は、前記
受波音線毎のエコー受信信号について、所定の処理を施して前記表示部１０に画像として
表示するためのデータを形成する。
【００５４】
　以上の前記送受信部８、前記データ処理部９及び前記表示部１０は、前記中央処理装置
１１と接続されている。前記中央処理装置１１は、これら各部に制御信号を出力してその
動作を制御するようになっている。
【００５５】
　また、前記中央処理装置１１は、このような制御装置としての機能のほか、前記温度セ
ンサ６からの出力信号を受けて温度を算出し、算出温度に基づいて、前記超音波探触子２
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の表面温度が所定温度以下になるように、前記送信部８０１から前記振動素子４へ供給さ
れる駆動電力を制御するようになっている。図５は、前記中央処理装置１１における温度
算出のための構成を示すブロック図である。前記中央処理装置１１は、温度によって変化
する前記温度センサ６の物理量として電気抵抗を測定する抵抗測定部１１０１と、温度を
算出するための温度算出関数を導出する導出部１１０２と、この導出部１１０２で得られ
た温度算出関数に、前記抵抗測定部１１０１で得られた電気抵抗を代入して温度を算出す
る算出部１１０３とを備えている。本実施形態では、前記温度算出関数は、電気抵抗と温
度との関係を表す一次関数である。また、前記中央処理装置１１は、前記算出部１１０３
で算出された温度に基づいて、前記送信部８０１から前記振動素子４への駆動電力を制御
する制御部としての機能を有している。前記抵抗測定部１１０１、前記導出部１１０２、
前記算出部１１０３、前記温度算出関数及び前記振動素子４の駆動電力制御については後
で詳述する。
【００５６】
　前記操作部１２は、前記中央処理装置１１と接続されており、操作者によって走査され
て前記中央処理装置１１へ所望の指令や情報を入力するようになっている。前記操作部１
２は、例えばキーボード（ｋｅｙｂｏａｒｄ）やその他の操作具を備えた操作パネル（ｐ
ａｎｅｌ）で構成されている。
【００５７】
　さて、前記超音波診断装置１の動作について説明する。前記超音波診断装置１にあって
は、超音波の送受波を行う際に、前記中央処理装置１１が、前記温度センサ６の出力信号
を受けて温度を算出し、その算出値に基づいて前記振動素子４へ供給される駆動電力を制
御する。以下、具体的に説明する。
【００５８】
　先ず、温度の算出について説明する。前記中央処理装置１１の抵抗測定部１１０１は、
前記温度センサ６からの入力に基づいて電気抵抗を測定し、得られた抵抗値を前記算出部
１１０３へ出力する。また、前記導出部１１０２は、前記超音波探触子２に設けられた記
憶部７に記憶された温度Ｔ１における電気抵抗Ｒ１と温度Ｔ２における電気抵抗Ｒ２とを
抽出した後、これらＴ１，Ｔ２，Ｒ１，Ｒ２から図６に示す温度算出関数ｆを導出し、こ
の温度算出関数ｆを前記温度算出部１１０３へ出力する。
【００５９】
　前記抵抗測定部１１０１からの抵抗値及び前記導出部１１０２からの温度算出関数ｆを
受けた前記算出部１１０３は、前記温度算出関数ｆに抵抗値を代入し、温度を算出する。
ここで、前記温度導出関数ｆは、前記記憶部７に記憶された温度特性、すなわち温度Ｔ１
における電気抵抗Ｒ１及び温度Ｔ２における電気抵抗Ｒ２に基づいて導出されているので
、前記算出部１１０３における温度算出は、前記記憶部７に記憶された温度特性に基づい
た温度算出となる。
【００６０】
　前記中央処理装置１１は、算出された温度に基づいて、前記超音波探触子２の表面温度
が所定温度以下になるように、前記送信部８０１から前記振動素子４へ供給される駆動電
力を制御する。
【００６１】
　以上説明した第一実施形態の超音波診断装置１によれば、温度算出関数ｆを、前記温度
センサ６について予め測定された温度特性、すなわち温度Ｔ１における電気抵抗Ｒ１と温
度Ｔ２における電気抵抗Ｒ２に基づいて導出するので、前記温度センサ６についての正確
な温度算出関数ｆを導出することができる。従って、このような温度算出関数ｆを用いて
温度を算出することにより、前記温度センサ６の温度特性に応じた温度算出を行うことが
できるので、前記超音波探触子２の表面温度を正確に把握することができる。
【００６２】
（第二実施形態）
　次に、本発明の第二実施形態について説明する。図７は、本発明の第二実施形態に係る
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超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【００６３】
　第二実施形態の超音波診断装置２０は、第一実施形態の超音波診断装置１と基本的構成
は同じであるが、前記超音波探触子２が温度センサを備えていない点で前記超音波診断装
置１と異なる。
【００６４】
　本実施形態では、前記記憶部７に、前記振動素子４の周波数特性に応じたエコー受信信
号の補正を行うために、予め測定された前記各振動素子４の周波数特性が記憶されている
。図８を参照してより具体的に説明する。図８は、ある振動素子４の周波数特性の波形を
示す図である。本実施形態では、前記各振動素子４の周波数特性の測定を行い、得られた
周波数特性を示す波形ｆ１において、最大感度から所定量ＮｄＢ（例えば６ｄＢ）減衰し
たところにあたる周波数ＦＬと周波数ＦＨが、前記各振動素子４毎に前記記憶部７に記憶
される。前記各振動素子４の周波数特性は、例えば図９に示すようなテーブルとして前記
記憶部７に記憶される。具体的には、振動素子番号１～６４のそれぞれの振動素子毎に、
周波数ＦＬ１及び周波数ＦＨ１，周波数ＦＬ２及び周波数ＦＨ２，・・・，周波数ＦＬ６
４及び周波数ＦＨ６４が記憶される。
【００６５】
　また、前記装置本体３のメインメモリ（図示省略）には、前記超音波探触子２の設定周
波数特性が記憶されている。この周波数特性は、前記超音波探触子２の用途等に応じて設
定されている。図１０を参照してより具体的に説明する。図１０は、前記超音波探触子２
について設定された周波数特性の波形を示す図である。前記装置本体３のメインメモリに
は、前記超音波探触子２の設定周波数特性として、図１０に示す波形ｆ２において、最大
感度から所定量ＮｄＢ（例えば６ｄＢ）減衰したところにあたる周波数ＦＬ′と周波数Ｆ
Ｈ′とが記憶されている。
【００６６】
　図１１は、本実施形態における受波ビームフォーマ８０２０の構成を示すブロック図で
あり、本実施形態における受波ビームフォーマ８０２０は、前記記憶部７に記憶された前
記各振動素子４毎の周波数特性に基づいて、各振動素子４毎のエコー受信信号を補正する
補正回路８０２３を有している。この補正回路８０２３は、前記遅延回路８０２１と前記
加算回路８０２２の間に設けられている。前記補正回路８０２３は、前記中央処理装置１
１からの補正信号を受けてエコー受信信号を補正するようになっている。前記補正回路８
０２３によるエコー受信信号の補正については後で詳述する。
【００６７】
　さて、本実施形態の超音波診断装置２０の動作について説明する。以下の説明では、第
一実施形態の超音波診断装置１と異なる動作について説明する。
【００６８】
　前記超音波診断装置２０では、エコー受信信号に基づいて画像を生成する際に、前記記
憶部に記憶された前記各振動素子４毎の周波数特性に基づいて、各振動素子４毎のエコー
受信信号の補正を行う。以下詳しく説明する。
【００６９】
　前記中央処理装置１１は、前記各振動素子４毎に前記記憶部７に記憶された周波数特性
と前記装置本体３のメインメモリ（図示省略）に記憶された設定周波数特性とを比較し、
この比較に基づいて生成された補正信号を前記補正回路８０２３へ出力する。具体的に図
１２に基づいて説明する。前記中央処理装置１１は、前記記憶部７に記憶された周波数特
性と前記メインメモリに記憶された設定周波数特性との比較として、前記記憶部７に記憶
された周波数ＦＬと前記メインメモリに記憶された周波数ＦＬ′との差ＤＦＬ、及び周波
数ＦＨと周波数ＦＨ′との差ＤＦＨの算出を行う。前記中央処理装置１１は、前記ＤＦＬ
及び前記ＤＦＨの算出を各振動素子４について行う。そして、前記中央処理装置１１は、
このようにして算出されたＤＦＬ及びＤＦＨに基づいて公知の演算方法によって各振動素
子４におけるエコー受信信号についての周波数軸方向のシフト量を算出し、このシフト量
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の分だけエコー受信信号を周波数軸方向にシフトさせるための補正信号を各振動素子４毎
に生成し、この補正信号をそれぞれ対応する前記補正回路８０２３へ出力する。
【００７０】
　前記補正回路８０２３は、このように前記記憶部７に記憶された周波数特性と前記メイ
ンメモリに記憶された設定周波数特性との比較に基づいて生成された補正信号、すなわち
前記ＤＦＬ及び前記ＤＦＨに基づいて生成された補正信号に基づいて、エコー受信信号を
補正する。
【００７１】
　以上説明した第二実施形態の超音波診断装置２０によれば、前記各振動素子４間で周波
数特性のばらつきがあったとしても、前記各振動素子４の周波数特性が記憶されており、
この周波数特性と前記超音波探触子２の設定周波数特性との比較に基づいて、前記振動素
子４毎のエコー受信信号が補正されるので、画質を向上させることができる。
【００７２】
　次に、第二実施形態の変形例について説明する。この変形例の前記超音波診断装置２０
の前記記憶部７には、前記振動素子４の時間応答特性に応じたエコー受信信号の補正を行
うために、予め測定された前記各振動素子４の時間応答特性が記憶されている。図１３を
参照してより具体的に説明する。図１３は、ある振動素子４の時間応答特性の波形を示す
図である。この図１３において、横軸の時間は、前記振動素子４による超音波の送波から
、これに呼応するエコーの受波までの時間であり、時間応答特性とは超音波の送波から受
波までの時間と感度との関係を意味する。本実施形態では、前記各振動素子４の時間応答
特性の測定を行い、得られた時間応答特性を示す波形ｆ３において、最大感度から所定量
ＮｄＢ（例えば６ｄＢ）減衰した部分の時間ＤＴ、すなわち最大感度からＮｄＢ減衰した
部分の時間Ｔ１から、最大感度を経て再びＮｄＢ減衰するまでの時間Ｔ２までの時間が前
記記憶部７に記憶される。前記各振動素子４の時間応答特性は、例えば図１４に示すよう
なテーブルとして前記記憶部７に記憶される。具体的には、振動素子番号１～６４のそれ
ぞれの振動素子毎に、時間応答特性ＤＴ１，時間応答特性ＤＴ２，・・・，時間応答特性
ＤＴ６４が記憶される。
【００７３】
　また、前記装置本体３のメインメモリ（図示省略）には、前記超音波探触子２の標準時
間応答特性が記憶されている。ここで、標準時間応答特性とは、生体内における前記振動
素子４の一般的な時間応答等特性である。図１５を参照してより具体的に説明する。図１
５は、前記超音波探触子２の標準時間応答特性の波形を示す図である。前記装置本体３の
メインメモリには、図１５に示す波形ｆ４において、最大感度から所定量ＮｄＢ（例えば
６ｄＢ）減衰した部分の時間ＤＴ′、すなわち最大感度からＮｄＢ減衰した部分の時間Ｔ
１′から、最大感度を経て再びＮｄＢ減衰するまでの時間Ｔ２′までの時間が記憶されて
いる。
【００７４】
　さて、第二実施形態の変形例の超音波診断装置２０の動作について説明する。以下の説
明では、上述した前記超音波診断装置２０の動作と異なる動作について説明する。
【００７５】
　前記超音波診断装置２０では、エコー受信信号に基づいて画像を生成する際に、前記記
憶部７に記憶された前記各振動素子４毎の時間応答特性に基づいて、各振動素子４毎のエ
コー受信信号の補正を行う。以下詳しく説明する。
【００７６】
　前記中央処理装置１１は、前記各振動素子４毎に前記記憶部７に記憶された時間応答特
性と前記装置本体３のメインメモリ（図示省略）に記憶された標準時間応答特性とを比較
し、この比較に基づいて生成された補正信号を前記補正回路８０２３へ出力する。具体的
には、前記中央処理装置１１は、前記記憶部７に記憶された時間応答特性と前記メインメ
モリに記憶された標準時間応答特性との比較として、前記記憶部７に記憶された時間ＤＴ
と前記メインメモリに記憶された時間ＤＴ′との差の算出を行う。前記中央処理装置１１
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は、前記時間ＤＴと前記時間ＤＴ′との差の算出を各振動素子４について行う。そして、
前記中央処理装置１１は、このようにして算出された時間ＤＴと時間ＤＴ′との差に基づ
いて公知の演算方法によって各振動素子４におけるエコー受信信号についての時間軸方向
のシフト量を算出し、このシフト量の分だけエコー受信信号を時間軸方向にシフトさせる
ための補正信号を各振動素子４毎に生成し、この補正信号をそれぞれ対応する前記補正回
路８０２３へ出力する。
【００７７】
　前記補正回路８０２３は、このように前記記憶部７に記憶された時間応答特性と前記メ
インメモリに記憶された標準時間応答特性との比較に基づいて生成された補正信号、すな
わち前記時間ＤＴと前記時間ＤＴ′との差に基づいて生成された補正信号に基づいて、エ
コー受信信号を補正する。
【００７８】
　以上説明した第二実施形態の変形例における超音波診断装置２０によれば、前記各振動
素子４間で時間応答特性のばらつきがあったとしても、前記各振動素子４の時間応答特性
が記憶されており、この時間応答特性と前記超音波探触子２の標準時間応答特性との比較
に基づいて、前記振動素子４毎のエコー受信信号が補正されるので、画質を向上させるこ
とができる。
【００７９】
　以上、本発明を前記各実施形態によって説明したが、この発明はその主旨を変更しない
範囲で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、前記記憶部７は、前記超音波
探触子２ではなく、前記装置本体３に設けられていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第一実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図２】記憶部に記憶された温度Ｔ１におけるサーミスタの電気抵抗Ｒ１と温度Ｔ２にお
けるサーミスタの電気抵抗Ｒ２とを示す図である。
【図３】送受信部の構成を示すブロック図である。
【図４】受波ビームフォーマの構成を示すブロック図である。
【図５】中央処理装置における温度算出のための構成を示すブロック図である。
【図６】温度算出関数ｆを示す図である。
【図７】本発明の第二実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図８】ある振動素子の周波数特性の波形を示す図である。
【図９】記憶部に記憶される各振動素子の周波数特性のテーブルを示す図である。
【図１０】超音波探触子について設定された周波数特性の波形を示す図である。
【図１１】第二実施形態における受波ビームフォーマの構成を示すブロック図である。
【図１２】記憶部に記憶された周波数特性とメインメモリに記憶された設定周波数特性と
の比較を説明するための図である。
【図１３】ある振動素子の時間応答特性の波形を示す図である。
【図１４】記憶部に記憶される各振動素子の時間応答特性のテーブルを示す図である。
【図１５】超音波探触子の標準時間応答特性の波形を示す図である。
【符号の説明】
【００８１】
　　１，２０　超音波診断装置
　　２　超音波探触子
　　４　振動素子
　　６　温度センサ
　　７　記憶部
　　８０２　受信部
　　１１０２　導出部
　　１１０３　算出部
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